Sockel INTEL + AMD, be quiet SHADOW ROCK TF2

Sockel INTEL + AMD, be quiet SHADOW ROCK TF2

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
Verkaufspreis64,90 €

Eine Frage zu diesem Produkt stellen

Beschreibung CPU Kihler, be quiet, Shadow Rock TF2 SHADOW ROCK TF 2 Kompakte und signifikant leise Kihlung Shadow Rock TF 2 ist
die perfekte Wahl fur die Kiihlung von PC-Systemen mit begrenzten Platzverhéltnissen. Er bietet das perfekte Preis-Leistungsverhaltnis im
Premium-CPU-Kiihlersegment. HOCHLEISTUNGSFAHIGE HEATPIPES Eine hervorragende Kiihlleistung fiir das System Shadow Rock TF 2
ist mit flinf 6mm-Heatpipes ausgestattet. Diese transportieren die Hitze direkt zum optimalen Punkt innerhalb der Kiihllamellen und versorgen
den PC so mit einer beeindruckenden Kiihlleistung von 160W TDP. DIREKTE VERBINDUNG VON BODENPLATTE UND KUHLLAMELLEN
Fir eine hocheffiziente Kihlleistung Ein geniales Konzept: Die Bodenplatte und die Lamellen vom Shadow Rock TF 2 sind direkt miteinander
verbunden. So wird ein schneller Warmetransport bei optimaler Kiihleffizienz generiert. PERFEKT GERAUSCHOPTIMIERTER BETRIEB Sogar
bei 100% Luftergeschwindigkeit liegt die Gesamtlautstéarke nur bei 24,4dB(A) Super leise — wie man es von be quiet! erwartet: Der
gerauschoptimierte 135mm be quiet! Lifter bietet das optimale Verhaltnis von Kiihlleistung und Lautstarke dank neun stromungsoptimierter
Lufterblatter und eines langlebigen Rifle-Lagers. KLEINE, DIAGONAL LIEGENDE LAMELLEN Erzeugen den perfekten Luftstrom Die kleinen
diagonalen Kihllamellen auf der Rickseite des Kihlkérpers erzeugen einen Luftstrom, der eine optimale Kuhlung der CPU und aller
Komponenten rund um den Intel® oder AMD™ Sockel sichert. PLATZSPARENDES TOP-FLOW DESIGN Die richtige Wahl fiir kompakte
Systeme Das Top-Flow-Design ist perfekt geeignet fur alle, die mit begrenztem Platz in ihrem PC auskommen missen. Die Bauweise des
Shadow Rock TF 2 I6st dieses Problem optimal! -Platzsparende Top-Flow-Bauweise -Sehr hohe Kihlleistung von 160W TDP -Direkte
Verbindung von Bodenplatte und Kuhllamellen fiir einen schnellen Warmetransport -Kleine, diagonal liegende Lamellen erzeugen einen
Luftstrom, der eine optimale Kihlung aller Komponenten rund um den Sockel sichert -Gerauschoptimierter 135mm be quiet! Lufter (max.
24,4dB(A)) mit langlebiger Rifle-Lager-Technologie -Funf hochleistungsfahige 6mm-Heatpipes Unterstiitzte Prozessorsteckplatze LGA 1150
(Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011
(Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4,
Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
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